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Miniaturisierte LED und Halbleiterlaser
Herausforderung
Lichtquellen, die auf Halbleitern 
basieren, spielen eine immer grö-
ßere Rolle in unserem täglichen 
Leben. Dazu gehören Leucht-
dioden (LED) und Laser. Schon 
heute werden sie nicht nur in der 
Beleuchtung, sondern bereits bei-
spielweise in modernen Displays, 
in der Oberflächen- und Luftrei-
nigung, im medizintechnischen 
Bereich (z. B. zur Behandlung von 
Haut- und Augenerkrankungen) 
oder für optische Abstandskont-
rollsysteme in Fahrzeugen einge-
setzt. Der Bedarf an halbleiterba-
sierten Lichtquellen steigt darüber 
hinaus mit der zunehmenden 
Bedeutung von autonom agieren-
den Geräten. So werden sie bei-
spielsweise in Lagerrobotern mit 
intelligenten Abstandssensoren 
oder in autonom fahrenden Autos, 
die über Lichtsignale mit anderen 
Verkehrsteilnehmern kommuni-
zieren, verbaut. Um den zukünfti-
gen Bedarf an halbleiterbasierten 

Lichtquellen zu decken, braucht 
es innovative Leuchtdioden und 
Laser.

Zielsetzung
Der Erfolg von halbleiterbasier-
ten Lichtquellen hängt maßgeb-
lich von ihrem effizienten und 
anwendungsfreundlichen Design 
ab. Daher ist es wichtig, diese 
weiter zu verkleinern und dabei 
die Lichtausbeute trotzdem zu 
steigern. Die ams-OSRAM Inter-
national GmbH (ams-OSRAM) 
entwickelt im Rahmen des Pro-
jekts angepasste Laser und LED für 
den ultravioletten, den sichtbaren 
und den infraroten Wellenlängen-
bereich.

Im ultravioletten Bereich wer-
den LED konzipiert, die Licht in 
Wellenlängenbereichen abgeben, 
die vorher technisch noch nicht 
erschlossen waren. Dies betrifft 
den UV-C-Bereich mit Wellenlän-
gen bis unterhalb von 235 nm.

Im Bereich des sichtbaren Lichts 
sollen stark verkleinerte LED ent-
wickelt werden, um diese zukünf-
tig in Displays und Scheinwerfern 
zu verbauen.

Für den infraroten Wellenlängen-
bereich werden schließlich neu-
artige Laser für die Abstandssenso-
rik entwickelt. Diese zeichnen sich 
durch höhere Scanraten, weniger 
Energieverbrauch und höhere 
Unempfindlichkeit gegenüber 
Tageslicht aus.  

Lösungsansätze
Um auf die jeweiligen Anwendun-
gen abgestimmte LED und Laser 
zu produzieren, werden diese 
entlang der drei im Projekt adres-
sierten Wellenlängenbereiche des 
Lichts entwickelt. Im Zentrum 
stehen dabei Neuerungen im 
Design, der Fertigungstechnik 
und im Materialeinsatz. Hierfür 
stimmt sich ams-OSRAM eng mit 
Universitäten und Forschungsin-
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stituten ab, die praxisorientiert an 
der Evaluation und Auswahl neuer 
Materialien forschen.

Darüber hinaus möchte ams-
OSRAM mit verschiedenen Maß-
nahmen die Materialeffizienz 
beim Herstellen und Testen der 
Produkte steigern.  Dabei wird 
beispielsweise erstmals Künstliche 
Intelligenz in der Simulation ein-
gesetzt, wodurch sich die Anzahl 
der Prototypen vor der serienmä-
ßigen Produktion reduzieren lässt.

Außerdem sollen die digitale 
Fertigungskontrolle, Planung und 
Automatisierung über eine simu-
lierte Fertigungsumgebung, einen 
sogenannten Digitalen Zwilling, 
verbessert werden. Dadurch wird 
der ökologische Fußabdruck 
der Fertigung halbleiterbasier-
ter Lichtquellen gesenkt und die 
Fertigungskapazität am Standort 
besser ausgenutzt.

Perspektiven
Mit seinem Projekt geht ams-
OSRAM auf die Bedarfe starker 
Abnehmerindustrien, wie zum 
Beispiel der Automobilindust-
rie, ein. Daneben entwickelt das 
Unternehmen aber auch LED und 
Laser mit völlig neuen Wellen-
längenbereichen im UV-C, etwa 
für Anwendungen in der Medi-
zintechnik und Lebensmittel-
sicherheit. Gleichzeitig sind die 

entwickelten Bauelemente dafür 
geeignet, den steigenden Bedarf 
an intelligenten halbleiterbasier-
ten Sensoren zu decken, um die 
digitalisierte Industrie 4.0 und das 
sogenannte Internet der Dinge 
weiter voran zu treiben.

Durch die erhöhte Lichtausbeute 
und Energieeffizienz können die 
Bauteile mit deutlich geringerem 
Energieaufwand betrieben wer-
den und tragen so ebenfalls dazu 
bei, die Ziele des European Green 
Deals zu erreichen.

Unternehmensvorstellung
Die ams-OSRAM Internatio-
nal GmbH ist ein Hersteller von 
optoelektronischen Bauteilen, die 
elektrische Energie in Lichtemis-
sion umwandeln können. Dazu 
zählen insbesondere Leuchtdioden 
und Halbleiterlaser für Beleuch-
tung, Visualisierung und Senso-
rik. Diese entwickelt und fertigt 
ams-OSRAM in Regensburg. Zu 
den Kunden zählen Automobilzu-
lieferer, aber auch Hersteller von 
Mobiltelefonen oder Smartwat-
ches. 
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Projektlaufzeit
01.01.2023 – 31.12.2027

Förderkennzeichen
16IPCEI221 
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Kooperationspartner
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•	 Carl Zeiss SMT (DE)
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•	 Elmos (DE)
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